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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(§) Spule 

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Spule mit einem 
Spulenaufnahmekorper und mindestens einer Wicklung 
und eine Leiterpiatte mit einer Spule, die einen Spulen- 
aufnahmekorper und mindestens eine Wicklung aufweist. 
Urn beim Aufbringen der Spule auf einer Leiterpiatte eine 
hohere mechanische Belastbarkeit der Verbindung zwi- 
schen der Spule und der Leiterpiatte zu erreichen, ist der 
Spulenaufnahmekorper der erfindungsgemafcen Spule 
auften zumindest teilweise metallisiert, so dass er auf ei- 
ner Leiterpiatte verlotet werden kann. 

Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung 
einer Spule mit einem Spulenaufnahmekorper und min- 
destens einer Wicklung, wobei der Spulenaufnahmekor- 
per der erfindungsgemaften Spule aufcen zumindest teil- 
weise metallisiert wird. 
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Bcschreibung 


10001 | Elekl.rischc Spulcn weisen ini allgemeinen cincn 
Spulenaufnahmekorper und mindesiens eine Wicklung aul*. 
Unier eineni Spulenaufnahmekorper soil diejenige Vorrich- 
lung verstanden werden, die die Spulc umfasst bzw. auf- 
nimml. Es kann sich dabei uni einen handelsublichen Spu- 
lenkorper handeln oder aber auch um einen nach auBen ab- 
schlieBenden Spulenkern, wie beispielsweise einen Ferrii- 
kcrn mil enisprechenden Tlohlraumen zur Aufnahme der 
Spulc. 

10002] In eleklronischen Anordnungen sind oftnials derar- 
lige Spulen zu inlegrieren. Viclfach werden dabei die Spulen 
auf der Oberflache von Leilerplallen rnontiert. Man spricht 
dann von sogenannten SMT-Bauteilcn (Surface Mount 
Technology - SMT). 

[0003| Ais solche befinden sich auf dem Markt bislang 
beispielsweise SMT-Drossetn des Hcrslcllcrs Fcrroxcubc 
mil der Bezeichnung WBS2.5-5/4.8/10-4B1 . Zur Befesli- 
gung auf einer Leiterplatte werden diese Drosseln an den 
Enden einer Wicklung mil auf der Leiterplalle vorgesehenen 
Lot pads verlotet. 

|0004] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, 
eine Spule bereitzustellen, die derart. fest auf einer Leiter- 
plalle montierbar isL, dass die Verbindung zwischen der 
Spuie und der Leiterplatte vergleichsweise hohen mechani- 
schen Beiastungen standhait. 

[00051 Gelost wird diese Aufgabe erfindungsgeniaB durch 
eine Spule mil einem Spulenaufnahmekorper und minde- 
siens einer Wicklung, wobei der Spulenaufnahmekorper au- 
Ben zumindest teilweise metallisiert ist. 
[0006] Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden als 
AuBeres des Spulen auf nahniekorpers all diejenigen Flachen 
des Spulenaufnahmekorpers verstanden, mil welcher der 
Spulenaufnahmekorper auf eine Unterlage aufgelegt. werden 
kann. 

[0007] Durch das Vorsehen von einer teilweisen Metalli- 
sierung des AuBeren des Spulenaufnahmekorpers ist es 
mdglich die Spule nicht. allein durch auBere Enden der 
Wicklung mit einer Leiterplatte zu verbinden, sondern durch 
Aufsetzen der Spuie mit einer eine metallisierte Flache auf- 
weisenden AuBenseite des Spulenaufnahmekorpers auf der 
Leiterplatte auch den Spulenaufnahmekorper selbst unmit- 
telbar mit der Leiterplatte durch Loten mechanisch zu ver- 
binden. Je groBer dabei die metallisierten Flachen gewahlt 
werden, desto fester kann die Spule auf einer Leiterplatte 
rnontiert werden, vorausgesetzt die Leiterplatte verfugt 
ebenfalls liber entsprechend groBe Lotpads. Mechanise he 
Beiastungen konnen nur noch schwer zur Schadigung oder 
gar zum Ablosen der auBeren Enden der Wicklung fuhren, 
da die Moglichkeit der zusatzlichen Veriotung des Spulen- 
aufnahmekorpers mit der Leiterplatte eine festere Verbin- 
dung zwischen der Leiterplatte und der Spule realisierbar 
macht. 

[0008] In einer bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung wird eine Spule bereitgestellt, deren Spulenaufnahme- 
korper im Bereich der auBeren Enden der Wicklung metalli- 
siert ist. 

[0009] Durch die Metallisierung im Bereich der auBeren 
Enden der Wicklung werden beim Lotprozess, d. h. beim 
Verbinden der Spule mit der Leiterplatte, auBer den zwi- 
schen Lotpad der Leiterplatte und Spulenaufnahmekorper 
iiegenden auBeren Enden der Wicklung automatisch auch 
die metallisierten Flachen des Spulenaufnahmekorpers vorn 
Lotzinn umspult. Somit wird die Spulc auch hicr nicht mchr 
allein uber die auBeren Enden der Wicklung auf der Leiter- 
platte befestigu sondern auch mit den erfindungsgeniaB vor- 
gesehenen metallisierten Flachen nahe der auBeren Enden 


der Wicklung. Die metallisierten Flachen miissen nicht in ei- 
neni gesonderten Schrill verlotet. werden, sondern die Verio- 
lung kann gleichzeitig mit der der auBeren Enden der Wick- 
lung erfolgen. 

5 |0010 1 Ferner ist es denkbar, die met alii sic rten Flachen re- 
lativ zu den auBeren linden der Wicklung so zu lokalisieren. 
dass beim Lotprozess uber den Lotzinn eine leitende Verbin- 
dung zwischen den metallisierten Flachen und den auBeren 
Enden der Wicklung hergestellt wird. Ein Vorteil ist dabei 
10 darin zu sehen, dass beim Aufsetzen der Spule auf der Lei- 
lerplatte die auBeren Enden der Wicklung nicht mchr exakt 
oberhalb der enisprechenden Lotpads der Leiterplatte zu lie- 
gen kommen miissen. Es reicht aus, wenn die erfindungsge- 
niaB vorgesehenen metallisierten Flachen auf dem Spulen- 
15 au fnahmekdrpcr oberhalb der Lot pads der Lei terplaiten der- 
art zu liegen kommen, dass beim Lotprozess eine Veriotung 
des Spulenaufnahmekorpers mit den enisprechenden Lot- 
pads der Leiterplatte cnt stent. Da die metallisierten Flachen 
aufgrund ihrcr Metallisierung oberfliichenleitend sind, slel- 
20 len sie eine leitende Verbindung zwischen den Lotpads der 
Leiterplatte und den auBeren Enden der Wicklung her. Da- 
durch ist ein genaues Verlegen der auBeren Enden der Wick- 
lung nur noch von untergeordneter Bedeutung. Auf diese 
Weise konnen bei der Befestigung von Spulen auf entspre- 
25 chenden Leilerplallen Koslen, Zeil, Material und Arbeits- 
gange eingespart werden. 

[0011] Der Spulenaufnahmekorper kann aus Ferrit. beste- 
hen. 

[0012] Eine weitere Aufgabe der Erfindung war es, eine 
30 Leiterplatte mil einer Spule vorzusehen, wobei die Spule 
derart test auf der Leiterplatte rnontiert ist, dass die Verbin- 
dung zwischen der Leiterplatte und der Spule auch ver- 
gleichsweise hohen mechanischen Beiastungen standhait. 
[0013] Gelost wird diese Aufgabe durch eine Leiterplatte 
:v> mil einer Spule mit einem Spulenaufnahmekorper, wobei 
der Spulenaufnahmekorper auBen zumindest teilweise me- 
tallisiert ist und mit seinen metallisierten Flachen unmittel- 
bar mit der Leiterplatte durch Loten mechanisch verbunden 
ist. 

40 [0014] Die Spule weist. dabei meist mindestens eine Wick- 
lung auf. Diese Konstruktion weist, wie bereits erlautert, ge- 
genuber herkommlichen Konst.ru ktionen von Leiterplatten 
mit Spulen eine wesentlich hohere mechanische Belastbar- 
keit auf. Aufgrund der unmittelbaren Veriotung zwischen 
45 der Leiterplatte und dem Spulenaufnahmekorper werden 
mechanische Beiastungen weitestgehend abgeschirmt. Wird 
die Spuie mil den auBeren Enden einer Wicklung auf der 
Leiterplatte verlotet, so kann es erfindungsgeniaB kaum 
noch zu einer Schadigung der Lotstellen der auBeren Enden 
50 der Wicklung mil der Leiterplatte oder gar zum Ablosen der 
auBeren Enden der Wicklung von der Leiterplatte kommen. 
[00151 Die erfindungsgemaBe Leiterplatte umfasst. auch 
den Fall, dass ein Spulenkern, vorzugsweise ein Ferritkern, 
auBen zumindest teilweise metallisiert ist, mil seinen metal- 
55 lisierten Flachen unmittelbar mit der Leiterplatte durch Lo- 
ten mechanisch verbunden ist, aber keine Wicklung in sei- 
nem Innern aufweist, sondern auf eine Leitung der Leiter- 
platte aufgesetzt ist. Der Spulenkern iibt auch in dieser Kon- 
stellation eine dampfende Wirkung auf den Leiter aus, wenn 
60 dieser von Strom durchflossen wird. Die Metallisierung des 
Spulenkerns macht dabei erst eine mechanische Verbindung 
des Spulenkerns auf der Leiterplatte moglich. 
[0016] Ferner war es eine Aufgabe der Erfindung ein Ver- 
fahren bereitzustellen, mit dessen Hilfe eine Spule herge- 
65 stcllt werden kann, die derart fest auf einer Leiterplatte mon- 
tierbar ist, dass die Verbindung zwischen der Spule und der 
Leiterplatte vergleichsweise hohen mechanischen Beiastun- 
gen standhait. 
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1 0O17| Gelost wirci diese Aufgahe errtndungsgemaB durcii 
ein Verfahren zur Herstellung einer Spule mil einem Spulen- 
aufnahmekorper und mindeslcns cincr Wicklung, wobei dcr 
Spulenaiifnahinekorper auBen zimiindcsl icilwcisc metalli- 
siert wird. 5 
1 001 8 1 Vorzugsweise wird zur Erzeugung dcr metal li- 
sicrten Flachen des Spulenaufnahmekorpers das enlspre- 
chende Metall aufgedampft. Uni einc Metallisierung mil. 
ausreichender Haftfesiigkeit zu gcwahren, wird der Spulen- 
aufnahmekorper cincr Vorbchandlung mil eincm Plasma un- io- 
icr/.ogcn, cine in sogenannten SpuLlcring. Durch die Plasma- 
vorbchandlung wird aufgrund dcr Bcfreiung der Obcrfl ache 
des Spulenaufnahmekorpers von Vcrunrcinigungcn und 
Krcaiion von geeignel.cn Oberflachcnmodifikationen die 
Ilaftfesiigkeit des Met alls verbessert. 15 
1 001 9 1 In einer anderen bevorzugten Ausfuhrungsform 
des erfindungsgemaBen Verfahrens werden die zu met alii - 
sicrenden Flachen des Spulenaufnahmekorpers galvanisch 
erzeugt, 

1 0020) Weitere Vorleile der Erfindung werden anhand der 20 
folgenden Figuren aufgefuhri. Hs zeigen 
[0021] Fig. 1 Schemaiische Ansichl auf die Unlerseite ei- 
ner Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen Spuie, d. h. 
auf die Scire, mit welcher die Spule auf eine Leiterplatte auf- 
geselzl werden soil. 25 
[0022] Fig. 2 Schemaiische Seitenansicht einer Ausfuh- 
rungsform einer erfindungsgemaBen Leiierplaue mil einer 
aufgesetzten Spule. 

('0023 j In Fig. 1 ist eine Ansichl auf die Unlerseite einer 
Ausfuhrungsform einer erfindungsgemaBen Spule 1, d. h. 30 
auf die Seite, mit welcher die Spule 1 auf eine Leiterplatte 9 
aufgesetzt werden soli, dargesiellt. Bin Spulenaufnahmekor- 
per 2, der vorzugsweise aus Ferrit besteht, weisl in der Mi tie 
eine langliche Ausbuchtung 3 auf, in welcher die an die Lei- 
terplatte 9 anzuschlieBenden Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 35 
veriaufen. Somit sind die Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 guL 
lokalisierbar und kommen somit beim Aufselzen der Spule 
1 auf die Leiterplatte 9 relativ einfach oberhalb von auf der 
Lei erpl arte 9 vorgesehene Lot pads 10 bzw. 11 zu lie gen. 
Doch aufgrund erfindungsgemaB vorgesehener metalli- 40 
sierter Flachen 7 bzw. 8 auf dem Spulenaufnahmekorper 2 
ist ein sehr exaktes Aufselzen der Spule 1 auf der Leiter- 
platte im dargestellten Fall nicht mehr von allzu groGer 
Wichtigkeit. Im dargestellten Fall sind namlich die metalli- 
sierten Flachen 7 bzw. 8 auf dem Spulenaufnahmekorper 2 45 
relativ zu den auBeren Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 derart 
lokalisiert. dass beim Lotprozess durch den Lolzinn eine lei- 
tende Verbindung zwischen den Flachen 7 bzw. 8 und den 
entsprechenden auBeren Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 her- 
gestellt wird. Im Falle, dass die Lotpads 10 bzw. 11 der Lei- 50 
terplatte 9 nur mit den metallisierten Flachen 7 bzw. 8 des 
Spulenaufnahmekorpers 2 verlotet. sind, ist aufgrund der 
Leitfahigkeit. dieser Flachen 7 bzw. 8 eine leitende Verbin- 
dung von den Lotpads 10 bzw. 11 der Leiterplatte 9 zu den 
auBeren Enden 4 bzw. 5 der Wicklung 6 letztlich hergestellt, 55 
da die auBeren Enden 4 bzw. 5 zumindest mit den Flachen 7 
bzw. 8 verlotet sind. Der groBte Vorteil der erfindungsgema- 
Ben Spule 1 besteht jedoch in der Moglichkeit die Spule 1 
aufgrund der zusatzlichen Verlotbarkeir der metallisierten 
Flachen 7 bzw. 8 des Spulenaufnahmekorpers 2 mit der Lei- 60 
terplatte 9 derart. test auf der Leiterplatte 9 zu montieren, 
dass mechanische Belastungen aufgrund der groBfliichige- 
ren Verlotung zwischen Spule 1 und Leiterplatte 9 nur noch 
schwer zu einer Schadigung der Lotstellen der auBeren En- 
den 4 bzw. 5 dcr Wicklung 6 oder gar zu einer Ablosung dcr- 65 
selben fuhren konnen. 

[0024] Fig. 2 zeigt eine Ausfuhrungsform einer erfin- 
dungsgemaBen Leiterplatte 9 rait einer Spule 1. Auf der Lei- 


terplatte 9 sind hier zwei Lotpads 10 und 11 vorgesehen, die 
sowohl mil den auBeren Enden 4 bzw. 5 dcr Wicklung 6 wie 
auch mil den melallisierten Flachen 7 bzw. 8 des Spulenauf- 
nahmekorpers 2 verloiei sind. Die Ausdehnung dcr Lotpads 
10 bzw. 11 auf dcr Lciicrplaiic 9 ist vorzugsweise so ge- 
wahll. dass die Spuie 1 uber die jcweilige gcsamlc Ausdeh- 
nung der metallisierten Flachen 7 bzw. 8 auf dcr Leii.erplal.lc 
9 verlotet werden kann. Dadurch wird eine maximale Fe- 
stigkeii erreichi.. Die melallisierten Flachen 7 bzw. 8 des 
Spulenaufnahmekorpers 2 konnen sich irgcndwo auf dcr 
AuBcnseile des Spulenaufnahmekorpers 2 be linden, mil 
welcher die Spule 1 auf die Lciicrplaitc 9 aufgclcgt wird. 
Die melallisierten Flachen 7 bzw. S mussen nicht zwingend, 
wie hier dargesiellt. im Bcreich der auBeren Enden 4 bzw. 5 
der Wicklung 6 licgen. Eine erhohle mechanische Be I as lb ar- 
keit der Verbindung zwischen Spule 1 und Leiterplatte 9 
wird unabhangig davon erreichi. Dcr Vorteil die metalli- 
sierten Flachen 7 bzw. 8 im Bcreich dcr au Keren Enden 4 
bzw. 5 wie hier dargesiellt vorzusehen ist, wie bereits er- 
wahnt, darin zu sehen, dass cs beim Aufselzen der Spule 1 
auf die Leiterplatte 9 nur noch we nig darauf ankommu die 
auBeren Enden 4 bzw. 5 dcr Wicklung 6 mil den Lotpads 10 
bzw. 11 der Leiterplatte 9 zu verloten. Beim Lotprozess wer- 
den bei dieser bevorzugten Anordnung die gesamten metal- 
lisierten Flachen 7 bzw. 8 vom Lotzinn umspiill und damil 
auch die zwischen Leiterplatte 9 und Spulenaufnahmekor- 
per 2 liegenden auBeren Enden 4 bzw. 5. Es ist somit eine 
leilende Verbindung zwischen den Enden 4 bzw. 5 der 
Wicklung 6 und den metallisierten Flachen 7 bzw. 8 herge- 
stellt. Sind nun nur die metallisierten Flachen 7 bzw. 8 mit 
der Leiterplatte 9 verlotet, so sind mittelbar dadurch auch 
die auBeren Enden 4 bzw. 5 mil der Leiterplatte 9 lei tend 
verbunden. 

Pat e n tan spriiche 

1. Spule mit einem Spulenaufnahmekorper (2) und 
mindestens einer Wicklung (6), dadurch gekenn- 
zeichnet. dass der Spulenaufnahmekorper (2) auBen 
zumindest teilweise metallisiert ist. 

2. Spule nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Spulenaufnahmekorper (2) im Bereich von au- 
Beren Enden (4, 5) der Wicklung (6) metallisiert ist. 

3. Leiterplatte (9) mit einer Spule (1) mit einem Spu- 
lenaufnahmekorper (2) dadurch gekennzeichnet, dass 
der Spulenaufnahmekorper (2) auBen zumindest teil- 
weise metallisiert ist und mit seinen metallisierten Fla- 
chen (7, 8)unmittelbar mit der Leiterplatte (9) durch 
Loten mechanisch verbunden ist. 

4. Verfahren zur Hers t ell ung einer Spule mit einem 
Spulenaufnahmekorper (2) und mindestens einer 
Wicklung (6), dadurch gekennzeichnet, dass der Spu- 
lenaufnahmekorper (2) auBen zumindest teilweise me- 
tallisiert wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Metalli si erung mil einem lotbaren Metall 
oder einer lotbaren Metalllegierung vorgenommen 
wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5. dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Metallisierung durch Aufdampfen 
vorgenommen wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Metallisierung galvanisch vorge- 
nommen wird. 
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